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Prufungsantrag gem. I 44 PatG 1st gestellt 
{§) Chipmodul 

<§) Die Erfindung bezieht eich auf eln Chipmodul mit elner aus 
elektrfsch leitendem Material gefertfgten Kontaktschicht (2) 
mit mehreren Kontaktelementen (4) und einem Halbleiter- 
chip (7) mft auf der Hauptflache (5) des HaJbleiterchips (7) 
angeordnsten ChlpanschlGssen, die jeweila elektrisch mit 
einem Kontakte lament (4) der Kontaktschicht (2) verbunden 
sind. De8 weiteren 1st auf der dem Halbleiterchlp (7) 
zugewandtan Oberfische der elektrisch /eltenden Kontakt- 
schicht (2) eine dQnno Isolationsfoile (10) aus elektrisch 
csofierendem Material vorgesehon, welche sowoht auf Ihrer 
dar Kontaktschicht (2) zugewandten Vordarseite als auch auf 
ihrer der Kontaktschicht (2) abgavvandten Rucks site (8) eine 
Haft- bzw. Klebefunktion besitzt 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Chipmodul mit 
einer aus elektrisch leitendem Material gefertigten 
Kontaktschicht mit mehreren Kontaktelementen und 
einem Haibleiterchip mit auf der Hauptflache des Halb- 
leiterchips angeordneten ChipanschlQssen, die jeweils 
elektrisch mit einem Kontaktelement der Kontakt- 
schicht verbunden sind. 

Die Anwendungsmoglichkeiten von in der Regel im 
Scheckkartenformat ausgebildeten Chipkarten sind auf- 
grund einer hohen funktionalen Flexibility auflerst viel- 
seitig geworden und nehmen mit der steigenden Re- 
chenleistung und Speicherkapazitat der verfugbaren in- 
tegrierten Schaltungen weiterhin zu. Neben den derzeit 
typischen Anwendungsfeldern solcher Chipkarten in 
der Form von Krankenversichertenkarten, Gleitzeiter- 
fassungskarten, Telefonkarten ergeben sich zukQnftig 
insbesondere Anwendungen im eiektronischen Zah- 
lungsverkehr, bei der Zugriffskontrolle auf Rechner, bei 
geschutzteri Datenspeichern und dergieichen. Es gibt 
heute verschiedene Moglichkeiten, Chipkarten herzu- 
stellen. 

Bei den meisten Verfahren wird der eigentliche Haib- 
leiterchip zunachst auf ein Chipmodul montiert, der 
auch die zumeist vergoldeten Kartenkontakte beinhal- 
tet Oblicherweise werden die Chipmodule auf einem 
Endlosband beziehungsweise Endlosgrundtrager gefer- 
tigt, anschiieBend werden die einzelnen Chipmodul e 
ausgestanzt und in die Chipkarte gebracht Bei dieser 
Methode findet keine direkte Befestigung des Chips in 
der Karte statt, was den Vorteil besitzt, daB die Biege- 
krafte weitgehend vom Chip abgehaltcn werden, die bei 
einer mechanischen Belastung der Chipkarte entstehen 
kdnnen. Bei der Herstellung von Chipmodulen wird der- 
zeit am haufigsten das sogenannte Draht-Bond- Verfah- 
ren angewendet, bei dem die Chipanschlfisse des die 
eigentliche eJektronische Schaltung tragenden Haiblei- 
terchips mit dunnen Bonddrahten mit den einzelnen 
Kontaktelementen der Kontaktschicht verbunden wer- 
den. Der Haibleiterchip selbst wird entweder unmittel- 
bar oder fiber eine isolierende Zwischenschicht auf die 
Kontaktschicht geklebt, wobei bei den zum Einsatz 
kommenden Chipklebstoffen, die in der Regel in flOssi- 
ger oder zahflussiger Konsistenz aufgetragen werden, 
der Nachteil besteht, daB bei ungeeigneter Dosierung 
oder bei ProzeBunregelmaBigkeiten Produktionsausfai- 
le resultieren kdnnen. Bei einer zu hohen Dosierung des 
aufgetragenen Chipklebstoffes besteht beispielsweise 
die Gefahr, einige fur die Bondkontaktierung notwendi- 
gen BondlScher zu verkleben, wodurch sie unbrauchbar 
werden, wohingegen bei einer zu geringen Dosierung 
des Klebstoffes eine unzureichende Chipfixierung auf 
der Zwischenschicht bzw. der metallischen Kontakt- 
schicht erfolgen kann. AuBerdem besteht bei einem 
Auftrag von Hflssigem Chipklebstoff die Gefahr einer 
Veranderung der Form und Lage der bendtigten Bond- 
locher, was wiederum zu erhohten Produktionsausfallen 
fuhren kann oder eine bohere ProzeBkontrolle erfor- 
derlich macht Zum Schutz gegen Umwelteinflasse wer- 
den der Haibleiterchip und die Bonddrahte durch eine 
VerguBmasse abgedeckt Der Vorteil dieses Herstel- 
lungsverfahrens liegt an sich darin, daB es sich weitge- 
hend an das in der Halbleiterindustrie ttbliche Verfahren 
zur Verpackung von Chips in Standardgehausen an- 
lehnt, und dadurch preisgflnstiger ist Der Nachteil bei 
diesem Verfahren liegt weiterhin darin, daB sowohl die 
Bauhdhe wie auch die Lange und Breite des Moduls 
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deutlich grdBer ausfailen als beispielsweise beim soge- 
nannten TAB-Modul, bei dem die AnschluBflachen 
(Pads) des Halbleiterchips mit galvanisch aufgebrachten 
metallischen Hockern versehen sind, die 2ur unmittelba- 
5 ren Befestigung der elektrisch leitenden Kontaktflachen 
durch Lotverbindung dienen, und somit eine Abdeckung 
von Bonddrahten nicht erforderiich isL FUr den Einbau 
des Chipmoduls in die Chipkarte haben sich derzeit drei 
verschiedene Verfahren durchgesetzt, das Laminierver- 
io fahren, das Einsetzen in gefraste Hohlraume, sowie das 
Montieren in fertig gespritzte Karten. Bei samdichen 
Einbauverfahren besteht beim Kartenhersteller der 
Nachteil, Chipmodule mit unterschiedlichen BaugroBen, 
die aus der unterschiedlichem Chipflache des verwende- 
15 ten Halbleiterchips resultieren, in die Karte einsetzen zu 
mussen. Die aufgrund von unterschiedlichen Chipfla- 
chen von typischerweise etwa 1 mm 2 bis 20 mm 2 resul- 
tierende Modulvielfalt fQhrt auch beim Modulhersteller 
zu erhohten Materialkosten aufgrund einer verringer- 
20 ten Abnahmemenge pro Modulvariante und zu einem 
erhohten Logistikaufwand Beim Kartenhersteller erge- 
ben sich aufgrund der unterschiedlichen Modultypen 
verschiedene Abmessungen der Kartenhohlraume fur 
den Einbau des Moduls und damit erhdhte Werkzeug- 
25 kostenbzw.Verfahrenskosten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein univer- 
sell verwendbares Chipmodul zur VerfQgung zu stellen, 
welches unabhangig von der ChipgrdBe des jeweils ver- 
wendeten Halbleiterchips bei einer hohen Zuverlassig- 
30 keit und ausreichenden Lebensdauer einfacher und da- 
mit kostengunstiger herstellbarist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Chipmodul gemaB An- 
spruch 1 geldst 

ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB auf der dem 
35 Haibleiterchip zugewandten Oberflache der elektrisch 
leitenden Kontaktschicht eine dunne Isolationsfolie aus 
elektrisch isolierendem Material vorgesehen ist, welche 
sowohl auf ihrer der Kontaktschicht zugewandten Vor- 
derseite als auch auf ihrer der Kontaktschicht abge- 
40 wandten Ruckseite eine Haft- bzw. Klebefunktion be- 
sitzt Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, daB 
die Haft- bzw. Klebefunktion des Materials der dunnen 
Isolationsfolie von einem auf die dunne Isolationsfolie 
ausgefibten mechanischen Druck abhangt Als geeigne- 
45 tes Material fur die diinne Isolationsfolie mit solchen 
druckempfindlichen Klebe- oder Hafteigenschaften 
kommt insbesondere ein Acrylat und/oder einen Natur- 
stoff, insbesondere Kautschuk, und/oder ein Silicon, 
und/oder ein Styrol-Copolymerisat, insbesondere ein 
so Butadien, und/oder ein Isopren oder dergieichen in Fra- 
ge. 

Die als Haft- bzw. Klebstoffschicht wirkende Isola- 
tionsfolie kann bei einer besonders einfachen AusfQh- 
rung einlagig ausgebildet sein. Dariiber hinaus kann bei 
55 einer weiteren Ausfahrung der Erfindung die dttnne Iso- 
lationsfolie auch einen Mehrlagenaufbau aufweisen. Bei 
einer solchen Anordnung kann die dunne Isolationsfolie 
aus zwei Haft- bzw. Klebelagen und einer zwischen den 
Haft- bzw. Klebelagen angeordneten mittleren Trager- 
eo lage bestehen. Hierbei kann die Tragerlage aus einem 
hochtemperaturstabilen Kunststoffmaterial, insbeson- 
dere einem Thermo plast-Material hergesteilt sein. 

Weiterhin kann vorgesehen sein, daB auf der der 
Kontaktschicht abgewandten Ruckseite der dunnen Iso- 
65 lationsfolie der Haibleiterchip und/oder ein insbesonde- 
re am Randbereich der Kontaktschicht angeordneter 
und den Haibleiterchip umgebender Stutzrahmen aus 
elektrisch isolierendem Material durch Haftbzw. Klebe- 
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verbindung befestigt ist 

Der dunnen Isolationsfolie komint neben der Wir- 
kung einer elektrisch isolierenden Schicht zwischen 
Halbleiterchip und/oder StOtzrahmen und Kontakt- 
schicht dem Prinzip der Erfindung folgend gleichzeitig 
eine die Verbindung zwischen Halbleiterchip und Kon- 
taktschicht gewahrleistende Funktion zu. Hierbei er- 
rnoglicht die dunne Isolationsfolie zum einen eine mdg- 
lichst voli flachig gute Haftung zur metailischen Kon- 
taktschicht und zum anderen auf der dieser gegenuber- 
liegenden Seite eine gute Haftung zum Halbleiterchip 
bzw. zum Epoxytape bzw. dem StQtzrahmen. Durch die 
Klebe- bzw. Haftverbindung zum Halbleiterchip bzw. 
zur Metallschicht vermittels der dflnnen Isolationsfolie 
kann das Modul bei einer hohen Zuverlassigkeit und 
ausreichenden Langzeitstabilitat schnell und einfach 
hergestellt werden. Bei einer bevorzugten AusfQhrung 
der dfinnen Isolationsfolie kann dieser die Wirkung ei- 
ner auf Druck empfindlichen Kleb- oder Haftstoff- 
schicht dergestalt zukommen, dafi der wahrend des Auf- 
laminierens der Kontaktschicht und des Epoxytapes 
bzw. des Stutzrahmens erzeugte Walzendruck eine zur 
Kraftwirkungslinie bzw. -richtung senkrecht erzeugte 
Scherspannung in der drackempfindlichen Klebstoff- 
schicht bzw. Isolationsfolie erzeugt Die Klebstoff- 
schicht wird in dieser Richtung vorzugsweise durch eine 
entsprechende Ausrichtung von Molekiilketten inner- 
halb der Haftbzw. Klebstoffschicht mikroplastisch. Dies 
reicht aus, urn eine Mikroformgebung und damit Anpas- 
sung der Oberflache der Haft- bzw. Klebstoffschicht 30 
zum jeweiiigen Verbindungspartner zu erzeugen und 
somit eine ausreichende Haftfestigkeit zu gewahrlei- 
sten. Der Einsatz der dunnen Isolationsfolie auch als 
Haft- bzw. Klebstoffschicht fur den Halbleiterchip bzw. 
den StQtzrahmen erubrigt die Aufbringung eines weite- 
ren KJebemittels, insbesondere eines solchen von fltlssi- 
ger Konsistenz. 

Bei einer weiterhin bevorzugten Ausfiihrung des 
Chipmoduls kann vorgesehen sein, daB die zwischen der 
elektrisch leitenden Kontaktschicht und dem Halblei- 
terchip vorgesehene diinne Isolationsfolie mit einer 
Vielzahl von Bondldchern versehen ist, bei welcher die 
Bondiocher hinsichtlich deren Anordnung, Form, An- 
zahl, sowie Zuordnung zu einem bestimmten Kontakt- 
element der Kontaktschicht derart beschaffen sind, dafi 
bei einer beliebigen Lage und insbesondere beliebigen 
Grundflache des befestigten Halbleiterchips eine Kon- 
taktierung der Chipanschlusse vermittels der BonddrSh- 
te mil einem jeweils zugehdrenden Kontaktelement der 
Kontaktschicht unter Berucksichtigung der geltenden 
Montagevorschriften der Bonddrahte bewerkstelligt 
werden kann. Diese Ausfiihrung der Erfindung ermog- 
licht ein universell einsatzbares Modul mit einheitlichen 
auOeren Abmessungen, welche unabhangig sind von der 
GroBe des jeweils verwendeten Halbleiterchips. Da- 
durch konnen sowohl bei der Herstellung des Chipmo- 
duls. als auch beim Einbau des Moduls in die Chipkarte 
erhebliche Fertigungskosten eingespart werden und der 
Logistikaufwand in beiden Bereichen verringert wer- 
den. 

Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, daO die 
dCinne Isolationsfolie an den Stellen der Bondiocher 
und/oder an der Stelle des am Chipmodul zu befestigen- 
den Halbleiterchips ausgestanzt ist, und ansonsten uber 
die gesamte Flache der Kontaktschicht annahernd 
durchgehend geschlossen ausgebildet ist Das erfin- 
dungsgem£8e Chipmodul kann bei alien derzeit im Ein- 
satz befindlichen Kontaktschichten nach ISO-Standard 
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verwendet werden, wobei derzeit hauptsachlich eine 
Anzahl von sechs oder acht Kontaktelementen Qblich 
ist 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrung der Er- 
findung ist vorgesehen, daB die zwischen der elektrisch 
leitenden Kontaktschicht und dem Halbleiterchip vor- 
gesehene dOnne Isolationsfolie pro zugeordnetem Kon- 
taktelement wenigstens zwei Bondiocher aufweist Er- 
forderiichenfalls kann in Abhangigkeit der in der Regel 
nach ISO-Standards vorbestimmten Anordnung und 
Geometrie des Kontaktfeldes mit den Kontaktelemen- 
ten und in Abhangigkeit der tatsachlich verwendeten 
Chiptypen unter Berucksichtigung der gangigen Monta- 
gevorschriften hinsichtlich der Bonddrahte, die insbe- 
sondere eine maximale Lange der Bonddrahte vor- 
schreiben, die genaue Geometrie, Anordnung und An- 
zahl der Bondldcher fur jedes Kontaktelement der Kon- 
taktflache unterschiedlich ges taltet sein. 

Bei einer bevorzugten AusfQhrung der Erfindung 
kann vorgesehen sein, daB ein insbesondere am Rand- 
bereich der Kontaktschicht vermittels der dunnen Isola- 
tionsfolie verbundener und den Halbleiterchip umge- 
bender Stutzrahmen aus elektrisch isolierendem Mate- 
rial vorgesehen ist. Der Stutzrahmen kann insbesondere 
25 aus einem Glas/Epoxymaterial hergestellt sein und vor- 
zugsweise eine Starke von etwa bis zum 125 uxn besit- 
zert DarQber hinaus kann insbesondere bei groBflachi- 
gen und dadurch bruchempfindlicheren Halbleiterchips 
zusatziich ein den Chip umgebender Versteifungsrah- 
men auf der Isolationsfolie durch Haft- bzw.. Klebe ver- 
bindung befestigt sein. 

Gegenuber den verwendeten Schichtstarken der me- 
tailischen Kontaktschicht und des StQtzrahm ens aus 
elektrisch isolierenden Material kann die zwischen der 
elektrisch leitenden Kontaktschicht und der Halbleiter- 
schicht angeordnete dflnne Isolationsfolie eine wesent- 
lich geringere Gesamtstarke besitzen, beispielsweise 
von deutlich weniger als etwa 30 ujn, solange eine aus- 
reichende elektrische Isolations wirkung der Isolations- 
folie gegeben ist 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaBigkeiten 
der ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
von AusfGhrungsbeispielen anhand der Zeichnung. Es 
zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht des in einen 
Kartenkorper eingesetzten Chipmoduls gemaB Erfin- 
dung; und 

Fig. 2 eine schematische Draufsicht eines Chipmoduls 
gemaB einem Ausfuhningsbeispiel der Erfindung. 

Das in den Fig. 1 und 2 dargestellte Chipmodul 1 
besitzt eine in der Regel nach einem ISO-Standard mit 
genormten Abmessungen versehene und eine Starke 
von etwa 30 urn bis etwa 70 urn aufweisende metallische 
Kontaktschicht 2 mit auf der Vorderseite mit Kontakt- 
flachen 3 versehenen Kontaktelementen 4 und einen in 
dem Chipmodul zu befestigenden Halbleiterchip 7, wel- 
cher auf seiner Hauptflache 5 der Obersichtltchkeit hal- 
ber nicht naher dargestellte Chipanschltisse bzw. Pad- 
AnschluBfiachen besitzt die mittels Bonddrahten 6 mit 
der Ruckseite 8 des dem jeweiiigen Chipanschlusses zu- 
geordneten Kontaktelementes 4 elektrisch verbunden 
sind. ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB zwischen der 
elektrisch leitenden Kontaktschicht 2 und dem Halblei- 
terchip 7 eine mit einer Vielzahl von Bondldchern 9 
versehene, dQnne Isolationsfolie 10 mit Haft- bzw. Kle- 
befunktion vorgesehen ist Die Bondldcher sind hin- 
sichtiich Anordnung, Form, Anzahl, sowie Zuordnung 
zu einem bestimmten Kontaktelement 4 der Kontakt- 
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schicht 2 derart beschaffen, dafl bei einer beliebigen 
Lage und Grundflache des befestigtea Halbleiterchips 7 
eine Kontaktierung der ChipanschlOsse mittels der 
Bonddrahte 6 unter Berucksichtigung der gangigen 
Montagevorschrift, dh. vorbestiramten maximalen 5 
Bonddrahdange, mit einem jeweils zugehorenden Kon- 
taktelement 4 der Kontaktschicht 2 bewerkstelligt wer- 
den kann. Wie in den Figuren dargestellt ist die dunne 
Isolationsfolie 10 an den Stellen der Bondidcher 9 aus- 
gestanzt, und ansonsten ttber die gesamte Fiache der 10 
Kontaktschicht 2 annahernd durchgehend geschlossen 
ausgebildet Bei einer weiteren Ausfuhningsform, wel- 
che in den Figuren nicht naher dargestellt ist, kann dar- 
Qber hinaus die dunne Isolationsfolie 10 an der Stelle des 
zu befestigenden Halbleiterchips 7 mit einer der Grund- 15 
fiache des Halbleiterchips 7 entsprechenden Ausstan- 
zung versehen sein. In diesem Fall kann der Halbleiter- 
chip in die vorgesehcne Ausstanzung der Isolationsfolie 
gesetzt und direkt auf der Ruckseite 8 der Kontakt- 
schicht 2 befestigt werden, beispielsweise durch Die- 20 
Bonding. 

GemaB Fig. 1 kann ein insbesondere am Randbereich 
der Kontaktschicht 2 mit der Isolationsfolie 10 verbun- 
dener und den Halbleiterchip 7 umgebender Stutzrah- 
men 11 aus Glasepoxy-Material vorgesehen sein, der 25 
auch als Tragerrahmen des Chipmoduls dient und mit 
Klebefiachen versehen in den beispielsweise gefrasten 
Hohlraum 12 der Chipkarte 13 montiert wird. 

Die Fig. 2 zeigt in schematischer Auf sicht nahere Ein- 
zelheiten eines insbesondere bevorzugten Ausfiihrungs- 30 
beispieles der Erfindung, bei dem das Chipmodul 1 eine 
Kontaktschicht 2 mit einer Anzahl von acht Kontaktele- 
menten 4a bis 4h besitzt, wobei gemaB Fig. 2 ein relativ 
kleinflachiger Halbleiterchip 7a, und gemaB Fig, 3 ein 
relativ groBflachiger Halbleiterchip 7b montiert ist. Wie 35 
dargestellt sind die BondiCcher 9 der dunnen Isolations- 
folie 10 so beschaffen, daB bei den Kontaktelementen 4a 
bis 4d jeweils eine Anzahl von drei Bondlochern 9a, 9b, 
9c mit kreisrunder Querschnittsform vorgesehen sind, 
deren aufeinanderfolgende Anordnung der Mittelpunk- 40 
te im wesentlichen annahernd der Formgebung des zu- 
gehorenden Kontaktelementes folgt, und bei den Kon- 
taktelementen 4e bis 4h jeweils eine Anzahl von zwei 
Bondlochern 9d, 9e mit langlichen Querschnittsformen 
vorgesehen sind, wobei die Abmessungen des Bondio- 45 
ches in Langserstreckung mit zunehmendem Abstand 
von der Mitte der Kontaktschicht zunehmen. Auf diese 
Weise kann eine Kontaktierung der Chipanschlusse ver- 
roittels der Bonddrahte 6 mit einem jeweils zugehoren- 
den Kontaktelement vermittels eines gunstig gelegenen 50 
Bondloches unabhangig von der Grundflache des Halb- 
leiterchips bewerkstelligt werden. 

Paientanspruche 

55 

1. Chipmodul mit einer aus elektrisch leitendem 
Material gefertigten Kontaktschicht (2) mit mehre- 
ren Kontaktelementen (4) und einem Halbleiter- 
chip (7) mit auf der HauptflSche (5) des Halbleiter- 
chips (7) angeordneten ChipanschlQssen, die jeweils 60 
elektrisch mit einem Kontaktelement (4) der Kon- 
taktschicht (2) verbunden sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf der dem Halbleiterchip (7) zuge* 
wandten Oberflache der elektrisch leitenden Kon- 
taktschicht (2) eine dunne Isolationsfolie (10) aus 65 
elektrisch isolierendem Material vorgesehen ist, 
welche sowohl auf ihrer der Kontaktschicht (2) zu- 
gewandten Vorderseite als auch auf ihrer der Kon- 
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taktschicht (2) abgewandten Ruckseite (8) eine 
Haft- bzw. Kiebefunktion besitzt 
Z Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Haft- bzw. Kiebefunktion des Ma- 
terials der dQnnen Isolationsfolie (10) von einem auf 
die dunne Isolationsfolie (10) ausgeiibten mechani- 
schen Druck abhangt 

3. Chipmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Material der dQnnen Isola- 
tionsfolie (10) ein Acrylat und/oder einen Natur- 
stoff, insbesondere Kautschuk, und/oder ein Sili- 
con, und/oder ein Styrol-Copolymerisat, insbeson- 
dere ein Butadien, und/oder ein Isopren oder der- 
gleichen aufweist 

4. Chipmodul nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die dunne Isolationsfolie (10) ei- 
nen Mehrlagenaufbau aufweist. 

5. Chipmodul nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die einen Mehrlagenaufbau besitzen- 
de dunne Isolationsfolie (10) wenigstens zwei Haft- 
bzw. Klebelagen und eine zwischen den Haft- bzw. 
Klebelagen angeordnete Tragerlage aufweist 

6. Chipmodul nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Tragerlage aus einem hochtempe- 
raturstabilen Kunststoffmaterial, insbesondere ei- 
nem Thermoplast- Material hergestellt ist 

7. Chipmodul nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB auf der der Kontaktschicht (2) 
abgewandten Ruckseite (8) der dunnen Isolations- 
folie (10) der Halbleiterchip (7) und/oder ein insbe- 
sondere am Randbereich der Kontaktschicht (2) 
angeordneter und den Halbleiterchip (7) umgeben- 
der Stutzrahmen (11) aus elektrisch isolierendem 
Material durch Haftbzw. Klebeverbindung befe- 
stigt ist 

8. Chipmodul nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stutzrahmen (11) aus Glas/ 
Epoxy-Material hergestellt ist und eine Gesamt- 
starke von etwa bis zu 1 25 u.m besitzt 

9. Chipmodul nach Anspruch 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die dunne Isolationsfolie (10) ei- 
ne Starke von weniger als etwa 30 \xm besitzt 

10. Chipmodul nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die mil Kontaktelementen (4) 
versehene Kontaktschicht (2) eine Vielzahl von 
KontaktflSchen (3) aufweist und die auf der Haupt- 
flache des Halbleiterchips (7) angeordneten Chip- 
anschlusse mittels eine maximale Montageiange 
besitzenden Bonddrahten (6) mit einer jeweils dem 
zugehorenden ChipanschluB zugeordneten Kon- 
taktflache (3) der Kontaktschicht (2) elektrisch ver- 
bunden sind. 

1 1. Chipmodul nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zwischen der elektrisch leitenden 
Kontaktschicht (2) und dem Halbleiterchip (7) vor- 
gesehene dQnne Isolationsfolie (10) eine Vielzahl 
von BondlSchern (9) besitzt, die hinsichtlich deren 
Anordnung, Form, Anzahl, sowie Zuordoung zu ei- 
nem bestimmten Kontaktelement (4) der Kontakt- 
schicht (2) derart beschaffen sind, daB bei einer be- 
liebigen Lage und Flacheninhalt des befestigten 
Halbleiterchips (7) eine Kontaktierung der Chipan- 
schlQsse vermittels der Bonddrahte (6) mit einer 
jeweils zu gehorenden Kontaktflache (5) der Kon- 
taktschicht (2) bewerkstelligt ist 

12. Chipmodul nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zwischen der elektrisch leitenden 
Kontaktschicht (2) und dem Halbleiterchip (7) vor- 
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gesehene dunne Isolationsfolie (10) pro zugeordne- 
ter KontaktflSche (3) wenigstens zwei Bondlocher 
(9) aufweist 

13. Chipmodui nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet daB jeder Bonddraht (6) fur die 5 
elektrische Kontaktierung der Chipanschlusse mit 
den Kontaktflachen (3) der Kontaktschicht (2) eine 
maximale Montagelange von etwa 3 mm aufweist 

14. Chipmodui nach Anspruch 11 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet daB die dunne Isolationsfolie (10) 10 
an den Steilen der Bondlocher (9) und/oder an der 
Stelle des zu befestigenden Halbleiterchips (7) aus- 
gestanzt ist, und ansonsten Qber die gesamte Flache 
der Kontaktschicht (2) annihernd durchgehend ge- 
schiossen ausgebildet ist 15 
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